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１．概要（Summary） 

 金膜を表面に有するシリコンウエハを用いたテラヘ

ルツ波帯(100GHz-1THz)高効率導波管型平面アンテ

ナに関し，従来はエッチング，接合のみの技術代行を

お願いしていたが，スパッタでの金膜形成も技術代行

をお願いした。すべての工程が京都大学だけで行える

ようになった。アンテナおよび共振器の特性を評価し

た。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

紫外線ナノインプリントボンドアライメント装置，基板接

合装置 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

図 1 に，金膜をスパッタで形成したシリコンウェハの写

真を示す。見た目は良好な金膜が形成されている。 

試作した４つのアンテナについて実現利得の周波数特

性(図 2)を測定した。4 つのアンテナ(A1~A4)では利得の

値にばらつきが来見られたが，従来のアンテナ(5-2-2)に

比べれば，利得は最低でも 3dB 以上改善されており，ス

パッタの金膜がきちんと形成されていることが特性測定の

結果でも確認できた。また，アンテナの動作帯域も

330GHz~370GHz と約 12%の広帯域な特性が得られて

いる。 
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Fig.1 Gold-sputtered silicon wafers 

 

Fig.2 Frequency Characteristic of realized gain 


